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Verfahren zum Wenden von elektrischen Bauelementen, insbesondere 
Halbleiterchips sowie Vorrichtung zum Durchf Qhren des Verfahrens 



Die Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren gemaB Oberbegriff Patentanspruchl 
sowie auf eine Vorrichtung gemaS Oberbegriff Patentanspruch 1 5. - 

Bekannt ist die Herstel lung von Halbleiterchips im Mehrfachnutzen auf einem 
Halbleiterwafer, der dann far die weitere Verarbeitung der Halbleiterchips auf einem 
Trager, d. h. auf einer in einem Tragrahmen eingespannten Tragfolie (Blue-Foil) wleder 
losbar befestigt wird, und zwar derart, dafc sich die elektrischen AnschlGsse bzw. 
KontaktflMchen der Chips an der Tragfolie abgewahdten Seite des Wafers befinden. 
AnschlieSend wlrd der Wafer in die einzelnen Halbleiterchips zertrennt, wobei die 
Chips weiterhin an der tragfolie haften. 

• * 
FOr viele Anwendungen, beispielsweise fur Technologies bei denen die Kontakte der 
Halbleiterchips nichtdurch Drahtbonden, sondern unmittelbar mit aufceren Kontakten 
beispielsweise ernes Substrats oder eines weiteren Halbleiterchips kontaktiert werden 
sollen, ist es notwendig, daS die Halbleiterchips gewendet, d. h. mit ihren 
Kontaktflachen voraus auf dem jeweiligen Substrat bzw. auf dortigen KontaktflSchen 
abgelegt werden. Nach der bisherigen Technik mifcsen die Chips hierfur jfeweils 
einzeln mit einen ersten Pick-Up-Element an einer Seite erfafct und von derTragerfolie 
abgenommen, dann zum Wenden an einer gegeniiberliegenden Seite "mit einem 
zweiten Pick-Up-Element gefaSt und von dem ersten Pick-Up-Element abgenommen 
sowie schlieSlich mit dem zweiten Pick-Up-Element gewendet abgelegt werden. Dies 
ist umstMndlich und zeitraubend. 

Aufgabe der Erfindung ist es, ein Verfahren aufzuzeigen, mit dem es mBglich ist, 
jeweils eine Gruppe bestehend aus einer Vielzahl von elektrischen Bauelementen oder 
Halbleiterchips gemeinsam zu wenden und fm Mehrfachnutzen in gewendeter Form 



A20611.OOC 



i 



urn 04.04.02 15:27 FAXG3 Nr: 500493 von.NVS:FAXG3.!0.0201/0941795106 (Seite 3 von 21) 



3 • W-\S £Z± 





emeut auf einem Trager (zweiten Trager) abzulegen, so daB die Bauelemente dann von 
diesem Trager in ihrer bereits gewendeten Form mit einfachen Mitteln, beispielsweise 
mit herkomm lichen Die-Bondern oder ahnlichen Einrichtungen weiterverarbeitet 
werden konnen. 

Zur L6sung dieser Aufgabe 1st ein Verfahren entsprechend dem Patentanspruch 1 
ausgebildet, Eine Vorrichtung zum DurchfOhren des Verfahrens ist entsprechend dem 
Patentanspruch 1 5 ausgef uhrt. 

Das Wenden der Bauelemente und vorzugsweise auch das Ablegen in gewendeter 
Form erfolgt beispielsweise im Mehrfachnutzen. „Wenden irn Mehrfachnutzen" 
bedeutet im Sinne der Erfindung, daS eine Gruppe von wenigstens zwei Bauelementen 
oder Chips, beispielsweise ein ganzer, bereits in einzelne Chips zertrennter, aber noch 
auf einem Tragermaterial oder einer Tragfolie (Blue-Foil) zusamrnengehaltener 
Halbleiterwafer gewendet wird und die einzelnen, Bauelemente dann wieder a!s 
gesamte Gruppe oder als Teil der Gruppe oder aber einzeln abgelegt werden. 

VVeiterbildungen der Erfindung sind Gegenstand der Unteranspruche. Die Erfindung 
wird im Folgenden anhand der Flguren an Ausftihrungsbeispielen beschrieben. Es 
zeigen: 

Fig. 1 eine vereinfachte Prinzip-Darstellung zur Eriauterung einer Ausfahrungsform der 
. Erfindung; 

Fig; 2 in schematischer Darstellung einen Schnitt durch ein Transfer-Element zur 

Verwendung bei der Erfindung; 
Fig. 3 in Einzeldarstellung eine Trenn- oder Ubergabestation; 
Fig. 4 in vereinfachter Darstellung und in Seitenansicht ein Bauelement bzw« Chip; 
Fig, 5 In TeNdarstellung und im Schnitt ein elektrisches Bauelement mit eiriem auf 

einem Substrat oder einer Leiterptatte angeordneten Chip. • 
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Das in der Figur 1 dargestellte Verfahren bzw. die dort dargestellte Vorrichtung dienen 
dazu, die jeweils von einem Halbleiterwafer 1 gebildeten, bereits getrennten und auf 
einer Tragfolie 3 (Blue-Foil) in einem Tragrahmen 4 gehaltenen Halbleiterchips 2 im 
Mehrfachnutzen zu wenden und in gewendeter Form fur eine weitere Verarbeitung der 
Halbleiterchips 2 wieder auf eine in elnem Tragrahmen 4a gehaltene Tragfolie 3a 
(Blue-Foil) abzulegen, und zwar unter Beibehaltung ihrer durch den Wafer 
vorgegebenen Ordnung. 

WMhrend die Halbleiterchips 2 ursprQnglich auf der Tragfolie 3 so angeordnet sind, 
daS die Kontaktflachem 2' der Halbleiterchips 2 sich an der der Tragfolie 3 
abgewandten Oberseite des jeweiligen Chips 2 befinden, sind die Halbieiterchips 2 am 
Ende des in der Figur 1 dargestellten Verfahrens, welches auch als Flip-Chip-Pr02ess 
bezeichnet werden kann, auf der Tragfolie 3aso angeordnet, daS sie mit ihrer die 
Kontaktfiachen 2' aufweisenden Seite gegen die Tragfolie 3a anliegen. In dieser 
Anordnung kdnnen die Chips 2 dann besonders einfach weiterverarbeitet werden, 
beispielsweise unter Verwendung einer Pick-Und-Place-Einheit z,B, beim BestOcken 
einer Leiterplatte oder eines weiteren Halbleiterchips (Chip-bn-Chip-Technologie), in 
einen Die-Bonder usw*, und zwar dadurch, dag die Halbleiterchips 2 mit ihren 
Kontaktfiachen 2' auf Leiterbahnen der Leiterplatte, des weiteren Halbleiterchips usw. 
aufgesetzt und so unmittelbar werden. Die TrSgerfolien 3 und 3a sind von einer 
selbstklebende Folie (Blue-Foil) gebildet, wie sie in der Halbleiterfertigung verwendet 
. wird. 

Zur Durchfiihrung des Flip-Chip-Prozesses werden die jeweils an einem Teil 3' der 
Tragfolie 3 haftenden und bereits in die einzelnen Halbleiterchips 2 zertrennten Wafer 
1 an einer Aufgabestation 5 auf einen Transporter 6 bzw. dessen Band 7 aufgesetzt, 
und zwar derart, daB.der mit dem Wafer 1 ausgeschnittene Teil 3' der Tragfolie 3 mit 
seiner dem Wafer 1 abgewandten Unterseite auf der Oberseite des Transportbandes 7 
aufliegt. Das Transportband 7 ist von einer an Ihrer Oberseite selbstklebend 
ausgebildeten und nur etnmal verwendbaren bandfOrmigen Transportfolie gebildet, die 



A20fin.DOC- 



n 04.04.02 15:27 FAXG3 Nr: 500493 von NVS:FAXG3.I0.0201/0941795106 (Seite 5 von 21) 





uber einen nicht dargestellten Antrieb beispielsweise getaktet von einem Vorrat 8 in 
Transportrichtung A des Transporteurs 6 abgezogen wird. 

An der Aufgabestation 5 stehen die mit den Wafenvl versehenen TiHger (Tragfolie 3 
und Tragrahmen 4) als Stapel 9 bereit. Weiterhin ist an der Aufgabestation 5 ein Pick- 
Up- und Trennelernent vorgesehen, welches u* a. einen Saugkopf 10 aufweist, der an 
seiner Unterseite eine zu dieser Unterseite hin offene und ansonsten geschlossene. 
Ausnehmung 1 1 bildet. Zurn Aufnehmen eines Wafers 1 wird der Saugkopf 10 mit 
seiner Unterseite voraus von oben her gegen die mit einem Wafer 1 yersehene 
Tragfolie 3 des «m Stapel 9 obersten Tragrahmens 4 heranbewegt (Abnahmeposition 
1 2), so daB der Saugkopf 1 0 bzw. dessen Offnung 1 1 den Wafer 1 vollstandrg 
aufnimmt und die Tragfolie 3 mit einem den Wafer 1 umschlieSenden Randbereich 
gegen einen die Offnung der Ausnehmung 11 umschlieSenden Rand 13 der 
Saugkopfunterseite anliegt* AnschlieSend werden die Ausnehmung 1 1 und/oder eine 
ringformige, die Ausnehmung 1 1 urnschlieSende Nut.14 am Rand 13 mit einem 
Unterdruck beaufschlagt, so daS die Tragfolie 3 mit ihrem den Wafer 1 
umschlieSenden Randbereich gegen den Rand 13 des Saugkopfes 10 angesaugt ist. Die 
Tragfolie 3 wird dann mit dem zugehorigen Tragrahmen 4 uhd dem Wafer 1 von dem 
Stapel 9 abgenommen und an eine Schneidposition 12a bewegt, an der mittels eines 
Schneidwerkzeuges 15 der an dem Saugkopf 10 gehaltene Teil 3' der Tragfolie 3 von 
dem Qber den Saugnapf 10 radial wegstehenden Rest 3" dieser Tragfolie 3 und damit 
auch von dem Tragrahmen 4 abgetrennt wird, so daS nur noch der Teil 3' mit dem 
Wafer 1 am Saugkopf 1 0 gehalten ist. Die Tragrahmen 4 mit den Tragfolienresten 3" 
werden entsprechend dem Pfeil B von der Schneidposition 12a weggefBrdert und einer 
erneuten Verwendung zugefuhrt, 

i 

Der den. Wafer 1 tragende Tragfolienteil 3' wird dann mit dem Saugkopf 10 an der 
Ubergabeposition der Station 5 auf die Oberseite des dort in einer horizontalen Ebene 
angeordneten Abschnitts 6' des Transporters 6 oder des Transportbandes 7 aufgesetzt. ' 
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Das Transportband 7 bzw. die dieses Transportband bildende Transportfolie ist uber 
einen Wendebereich 16 gefOhrt, der im einfachsten Fall von erner um eine horizontal 
Achse senkrecht zur Transportrichtung A drehende Umlenkrolle oder Walze oder einer 
bogenformigen FQhrung gebildet ist und an dem ein Wenden des Transportbandes 7 in 
der Weise erfolgt, daB auf dem in Transportrichtung A auf die Wendeeinrichtung 16 
folgenden Abschnitt 6" des Transporteuris 6 dieTragfollenteile 3' mit den Wafern 1 an t 
der Unterseite des Transportbandes 7 hangend gehalten sind. 

Bei der dargestellten Ausfuhrungsforrn befindet slch die L3nge 6" des Transporteurs 6 
wiederum in einer horizontalen Ebene, allerdings unterhalb der Lange 6'. Unterhalb 
derlSnge 6" und parallel zu dieser ist die obere LSnge 17' eines endlosen 
Transportbandes 1 7 angeordnet. Das Transportband 17 ist Bestandteil eines zweiten 
Transporteurs und endlos umlaufend und synchron mit dem Transportband 7 derart 
angetrieben, dafi jeweils ein an der Unterseite der Lange 6" hSngend gehaltener Wafer 
1 mit einer auf der oberen. Unge 17' iazw. In einer dortlgen Aufnahme 18 mit ihrem 
Tragrahmen 4a angeordneten Tragfolie 3a zusammengefuhrt wird. 

Die Tragrahmen 4a mit ihren Tragfolien 3a werden jeweils an einer Aufgabestation 
mittels eines Pick-gnd-Place-Elementes von einem Stapel 20 abgenommen und in 
jeweifs eine Aufnahme 1 8 des Transportbandes 1 7 eingesetzt. 

In Transportrichtung A vor der Wendeeinrichtung 16 und nach der Wendeeinrichtung 
i 6 ist jeweils eine Rolle 21 bzw. 22 vorgesehen. Mit der Rolle 21 werden die Wafer 1 
und die Tragfolienteile 3' gegen das Transportband 7 angedrilckt. fvllt der Rolle 22 
erfolgt ein Andrucken der Wafer 1 bzw, der Halbleiterchips 2 mit ihrer dem 
Tragfolienteil 3' abgewandten Seite gegen die jew^ilige Tragfolie 3a. 

An einer in Transportrichtung A des Transportbandes 7 auf die Rolle 22 foigenden 
Trenn- und Obergabestation 23. erfolgt schlieSlich das Abtrennen der Wafer 1 bzw. der • 
Halbleiterchips 2 von den Tragfolientellen 3' in der Weise, daS die Halbleiterchips 2 
auf der jeweiligen Tragfolie 3a verbleiben. Die Trenn- und Obergabestation 23 weist 
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hierfur ein Umlenkelement 24 auf, an dessen senkrecht zur Transportrichtung A. und 
parallel zur Ebene des Transportbandes 7 verlaufenden Umlenkkante 25 die 
Transportfolie urn nahezu 180° umgelenkt wird, so daB sich hierbei die Chips 2 unter 
Beibehaltung ihrer Ordnung im Wafer 1 von dem jeweiligen Tragfolienteil 3' abldsen. 
Die Halbleiterchips 2 sind dann auf der jeweiligen Tragfolie 3a losbar gehalten, und 
zwar weiterhin unter Beibehaltung ihrer ursprunglichen Ordnung im Wafer 1. Das 
Transportband 7 bzw. die Transportfolie wird zusammen mit den an dieser 
. Transportfolie haftenden Tragfolienteilen 3' nach der Umlenkkante 25 fGr das 
Entsorgen zu einer Rolle 26 aufgewickelt. 

Urn das Abldsen der Halbleiterchips 2 von den Tragfolienteilen 3' an der Umlenkkante 
25 zu unterstutzen, ist dort eine von mehreren messerschneklenartigen Vorsprungen 
27 gebildete kammartige Struktur vorgesehen. Die VorsprUnge 27 dienen als 
, Niederhalter fUr die Halbleiterchips 2 und verhindern, dafi sich die Halbleiterchips 2 1 
an der Umlenkkante.25 von der jeweiligen Tragfolie 3a abheben. Die Vorsprunge 27 
stehen hierfOr in Transportrichtung C des Transportbandes 1 7 uber die Umlenkkante 
25 vor und sind derart ausgebildet und angeordnet, daS sich zwischen der parallel 
oder im wesentlichen parallel zur Lange 1 7' des Transportbandes 1 7 erstreckenden 
Unterseite der VorsprUnge 27 und der Oberserte dieses Transportbandes 1 7 bzw. der 
Oberseite der jeweiligen Tragfolie 3a ein Fuhrungsspalt fur jeden Halbleiterchip 2 
ergibt, dessen Hohe gleich oder in etwa gleich der Dicke des Wafers 1 ist, 

Damit die VorsprUnge 27. Uber die Umlenkkante 25 in Transportrichtung vorstehen 
konnen und dennoch das Transportband 7 unmittelbar Uber die Umlenkkante 25 
j^P^ gefuhrt ist sind die VorsprUnge 27 als Messer ausgebildet und durchtrennen das 

Transportband 7 vor dem Aufwickeln auf die Rolle 26 in eine Vielzahl von Streifen. 

An einer Abnahrneposition 28 werderi die in ihren Tragrahmen 4a gehaltenen und mit 
den Wafem 1 in gewendeter Form versehenen Tragfolien 3a yon dem Transportband 
1 7 abgenommen und fur die weitere Verarbeitung gestapelt (Stapel 29). . 
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Die Figur 4 zeigt in sehr vereinfachter Darstellung und im Schnitt die Montage eines 
gewendeten Halbleiterchips 2 auf einem Substrat 30, welches platten- oder 
plattchenartig aus einem isollerenden Material gefertigt ist und zumindest an seiner in 
der Figur 5 oben liegenden Oberflachenseite rnit Kontaktflachen und Leiterbahnen 
versehen ist, beispielsweise in Form einer strukturierten MetaHisierung. Das Substrat 30 
besteht beispielsweise aus Kunststoff bder aus Keramik, Die Leiterbahnen 31 sind mit 
SuSeren Anschlussen 32 verbunden. Der jeweilige Halbleiterchip 2 wird nach dem 
vorstehend beschriebenen Wenden bzw. Flip- Chip-Prozess an einer entsprechenden 
Arbeitsstation mittels eines nicht dargestellten Pick-Und-Place-Elementes dem 
gewendeten und auf einer in einem Tragrahmen 4a gehaltenen Tragfolie 3a abgelegten 
Wafer 1 entnommen und auf das Substrat 30 derart abgelegt, dafc die Chipkontakte 2' 
mit den zugehdrigen Kontaktflachen 31 In BerUhrung stehen. Durch Anwendung voh 
Hitze erfolgt dann ein Bonden, d,h* z.B. ein VerlGten der AnschlQsse 2' mit den 
Kontaktflachen 31. Hierfur sind die Kontakte 2' und/oder die Kontaktflachen 31 mit 
einem entsprechenden Lot versehen. Durch eine Isolierende Masse 33 wind der 
Halbleiterchip 2 zusatzlicb auf dem Substrat 30 mechanisch verankert, und zyvar 
beispielsweise vor dem Bonden oder Verloten der AnschlQsse 2' mit den 
Kontaktflachen oder Leiterbahnen 31, Der Vorteil besteht u,a, darin, dafi ein 
aufwendiges Draht-Bonden zum Verbinden der Kontaktflachen 2' mit au&eren 
AnschlDssen 32 nicht notwendig Ist 

Das Pick-Und~Place-Element zum Aufsetzen des jeweiligen Halbleiterchips 2 in 
gewendeter Form ist beispielsweise Bestandtell eines Die-Bonders, mit dem die 
Halbleiterchips 2 auf die in einem Leadframe vormontierten 5ubstrate'30 aufgesetzt 
und anschlieBend mit den Leiterbahnen 31 dleser Substrate verbunden werden, wobei 
die augeren Anschlusse 32 dann von Stegen des Leadframes gebildet sind. 

Die beschriebene Technik kann selbstvprstandlich auch dazu verwendet werden, urn 
auf einem Substrat 30, z, B* wiederum In einem Leadframe, mehrere Halbleiterchips 2 * 
vorzusehen, um so einen komplexeren, integrferten Schaltkreis herzustellen. 
Selbstverstandlich kann die beschriebene Technik auch dazu verwendet werden, um 
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die Halbleiterchips 2 auf einem Substrat zu montieren, welches seinerseits von einem 
Halbteiterchip bzw, von einem integrierten Schaitkreis gebildet ist (Chip-on-Chip- 
Technologie). 

Die Erfindung wurde voranstehend an AusfGhrungsbeispielen beschrieben. Es versteht 
sich, daS zahlreiche Anderungen sowie Abwandlungen m6glich slnd, ohne daft 
dadurcb der der Erfindung zdgrundeliegende Erfindungsgedanke verlassen wird. 
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Bezugszeichenliste 

1 • Halbleiterwafer 

2 Halbieiterchip 

3, 3a * Tragfolie (Blue-Foil) 

3', 3" Tragfolienteil oder-rest 

4/ 4a Tragrahmen 

5 Aufgabestation 

6 Transporteur 

6 " Abschnitt des Transporteurs 6 

7 Transportband oderTransportfofie 

S VorratsroIIe fur das Transportband 6 

9 Stapel aus Tragrahmen 4 mlt Tragfolie 3 

10 Saugkopf 

1 1 Ausnehmung 

12 Aufnahmeposition 
* 12 a Schneldposition 

!2b Ablegeposltfori 1 

13 Saugkopf rand 
H Vakuumnut 

1 5 Schneidwerkzeug 

16 Wendeefnrichtung 

17 Transportband oder Transporteur 
1 7 ' Transportbandlange 

18 Aufnahme 

1 9 Aufgabeposition 

20 Stapel aus Tragrahmen 4a und Tragfolie 3a 

21 > 22 AndrDckwalze 

23 Trenn- und Obergabeeinheit 

24 Umlenkelement 
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25 Umlenkkante 

26 Roile 

27 Vorsprung 

.28 Abnahmeposition 

29 Stapel aus Tragrahmen 4a mit Tragfolie 3a und gewendeten 
Wafern 1 bzw. Halbleiterchips 2 

30 Substrat 

31 Leiterbahn oder Kontakt 

32 SuBerer AnschluS 

33 Isolier- und Fixiermasse 
a; B, C Transportrichtung 
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Patentanspruche 





1. Verfahren zum Wenden von elektrischen Bauelementen, insbesondere 
Halbleiterchips (2), die (Bauelemente) jeweils als Gruppe aus wenigstens zwei 

. Bauelementen (2) mit einer ersten Seite auf einem ersten Tragermaterial(3) eines 
ersten. Tragers (4) losbar gehalten sind, dadurch gekennzeichnet, 
daS das erste Tragermaterial (3) in einem von den Bauelementen (2) nicht 
eingenommenen Randbereich vom ersten Trager (4) abgetrennt wird, 
daf5 derdie Bauelemente (2) aufweisende Teil (3') des ersten TrMgermaterials (3) auf 
einen ersten Transporteur (6) aufgesetzt und mit diesem gewendet wird, und 
daS die Bauelemente (2) dann im Mehrfachnutzen von dem ersten Tragermaterial 
(3') abgezogen und hierbei mit einer der ersten Seite abgewandten zweiten Seite auf 
einen zweiten Trager (3a, 4?) aufgebracht werden. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daft der die Bauelemente (2) 
aufweisende Teil (30 des ersten Tragermaterials (3) mit einer den Bauelementen 
abgewandten Seite auf den ersten Transporteur (6) aufgesetzt wird. 

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dag der erste Trager 
ein das erste Tragermaterial (3) aufweisender erster Tragrahmen (4) ist 

4. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, 
d^fi der zweite Trager ein in einem zweiten Tragrahmen (4a) gehalfenes zwertes 
Tragermaterial (3a) ist. 

5. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, 
daS das Ablegen der Bauelemente (2) auf dem zweiten Jr^ger (3a, 4a) jeweils 
einzeln erfolgt. 
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6. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, 
daB das Ablegen der Bauelemente (2) auf dem zweiten TrSger (3a, 4a) jewells im 
Mehrfachnutzen, d. h. als Gruppe oder Teilgruppe erfolgt. 

7. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprtlche, dadurch gekennzeichnet, 
daB die Gruppe von Bauelementen von einem Halbleiterwafer (1) gebildet ist, der in 
eine Vielzahl von auf dem ersten Tragermaterial (3) angeordneten Halbleiterchips 
(2) zertrennt ist. 

8. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, 
daB das Wenden auf einem den ersten Transporteur (6) bfldenden Transportband (7) 
erfolgt, auf welchem die Bauelemente (2) Clber einen Wendebogen (1 6) von einer 
Aufgabeposition (5) an eine Trenn- und Obergabeposftfon (23) bewegt werden. 

9. Verfahren nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, daB das den ersten 
Transporteur (6) bildende Transportband (7) von einer selbstklebenden 
Transportfolie gebildet ist. 

10. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprtiche, dadurch gekennzeichnet, 
daB das Trennen der Bauelemente (2) an der Trenn- oder Obergabepositibn (23) 
dadurch erfolgt, daB das den ersten Transporteur (6) bildende Transportband (7) 
zusammen mit den Teilen (3') des ersten TrSgermaterials (3) von den am zweiten 
TrSger (3a, 4a) mit ihrer zweiten Seite gehaltenen Bauelementen (2) abgezogen 
wird. 

11. Verfahren nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, daB das Abziehen durch 
Umlenken des den ersten Transporteur (6) bildenden Transportbandes (7) an einer 
quer oder senkrecht zu einer Transportrichtung (A) des ersten Transporters (6) 
verlaufenden Umlenkkante (25) erfolgt. ■ 
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12. Verfahren nach einem der vorhergehenden AnsprOche, dadurch gekennzeichnet, 
daI5 die zweiten Trager (3a, 4a) auf einem zweiten Transporteur 07) an der Trenn- 
und Ubergabeposition (23) bereitgestellt warden, und zwar vorzugsweise jeweils 
zur Obergabe jeweils einer Gruppe von Bauelementen (2) an einen eigenen zweiten 
Trager (3a, 4a). 

1 3. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, 
daS die zweiten Trager mit den Teilen (3') des ersten Tragermaterials (3) bzw. mit 
den auf diesen angeordneten Gruppen von Bauelementen (2) vor Errercben der 
Trenn- und Obergabestation (23) derart zusammengefOhrt werden, daS die 
Bauelemente (2) mit ihrer zweiten Seite bereits gegen einen der zweiten Trager (3a, 
4a) anliegen, wenn die Trenn- und Obergabestation (23) erreicht 1st 

14. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, 
daS bei Verwendung von ersten Tragern in Form eines Tragrahmens (4) und einer in 
diesem Tragrahmen gehaltenen TrSgerfolie (3) die TrSgerfolie in einem die 
Bauelemente (2) umgebenden Bereich durch eine Trenneinrichtung (15) vom 
Tragrahmen (4) getrennf und der die Bauelemente (2) aufweisende Teil (3') der 
Tragfolie (3) 1 auf den ersten Transporteur (6) aufgesetzt wjrd. 

15. Vorrichtungzum Wenden von eJektrischen, Bauelementen (2), insbesondere 
Halbleiterchips, die (Bauelemente) jeweils als Gruppe aus wenigstens zwei 
Bauelementen (2) mit einer ersten Seite auf einem ersten Tragermaterial (3) eines 
ersten Tragers (4) losbar gehalten sind, gekennzeichnet % 
durch Mittel (10, 15) zum Abtrennen eines eine Gruppe von Bauelementen (2) 
tragenden Teils (30 des ersten Tragermaterials (3) und zum Aufsetzen dieses Teils 
(3') auf eine TransportflSche eines ersten Transporters (6) an einer Aufgabestatibn 
(5), 

wobei der erste Transporteur (6) bzw, dessen Jransportflache zum gemeinsamen ■ 
Wenden samtlicher Bauelemente (2) der Gruppe (1) zwischen der Aufgabestation (5) 
und einer Trenn- oder Obergabestation (23) bewegbar ist, sowie 
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durch Mittel an der Trenn- oder Ubergabestation (23) 2um Ablegen der 
Bauelemente 12) auf einem zweiten Trager (3a, 4a) in gewendeter Form. 

16, Vorrlchtung nach Anspruch 15, dadurch gekennzeichnet, daB die Trenn- oder 
Obergabestation (23) so ausgebildet ist, daB das Ablegen der Bauelemente (2) auf 
dem zweiten Trager (3a, 4a) Jewells einzeln erfoJgt. 

1 7. Vorrichtung nach Anspruch 1 5, dadurch gekennzeichnet, daS die Trenn- oder 
Obergabestation (23) so ausgebildet 1st, daS das Ablegen der Bauelemente (2) auf 
dem zweiten Trager (3a, 4a) jeweils im Mehrfachnutzen, d. h. als Cruppe oder 
Teilgruppe erfolgt. 




18-Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprtiche, dadurch gekennzeichnet 
daS der erste Transporteur ein Transportband (7) aufweist 



1 9. Vorrichtung nach Anspruch 18, dadurch gekennzeichnet, daB das Transportband (7) 
an einer die Transportflache bildenden Seite selbstklebend ausgefUhrt ist, 
vorzugsweise von einer selbstklebenden Folie gebildet ist 

20. Vorrlchtung nach einem der vorhergehenden AnsprQche, gekennzeichnet durch 
einen zweiten Transporteur (1 7) zum ZufOhren der zweiten Trager (3a, 4a) an die 
Trenn- und Obergabestation (23). 

21. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprtiche, dadurch gekennzeichnet, 
daB bei Ausbildung des ersten Transporteurs (6) in Form eines selbstklebenden 
Transportbandes; (7) an der Trenn- oder Ubergabestation (23) zum Ablosen der 
Bauelemente (2) von dem Transportband (7) bzw. von dem jeweiligen Rest (30 des 
ersten Tragermaterjals (3) Mittel zum Umlenken des Transportbandes (7) urn 
wenigstens 90° oder mehr vorgesehen sind. 
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22. Vorrichtung nach Anspruch 21, dadurch gekennzeichnet, daS die Mitte) 2um. 
Umlenken von eine'r Upnlenkkante (25) geblldet sind. 



23. Vorrichtung nach Anspruch 22, dadurch gekennzeichnet, dafi an der Umlenkkante 
(25) Qber diese wegstehende und als Niederhalter fur die Bauelemente (2) dienende 
Vorepriinge (27) vorgesehen sind. 
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